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摘要(译)

LED封装包括：基板，其中反射部分形成为凹陷形状;以及至少一个LED
芯片，其安装在基板的反射部分上。在这种情况下，反射部分包括基表
面和相对于基表面以第一角度倾斜的侧壁，并且LED芯片安装在侧壁
上。此外，背光单元和液晶显示器包括LED封装。
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